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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

A

© 2021 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder entsprechenden
Tochtergesellschaften. Andere Marken kénnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.
Themen:

¢ Gehduseabmessungen

¢ Gewicht des Systems

e  Prozessor — Technische Daten

e PSU - Technische Daten

. Unterstltzte Betriebssysteme

»  Technische Daten zu den Kuhlungsliiftern
¢ Technische Daten der Systembatterie

*  Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser
e Arbeitsspeicher — Technische Daten

e Speicher-Controller — Technische Daten
*  Technische Daten der Festplatten

*  Ports und Anschlisse - Technische Daten
e Grafik — Technische Daten

*  Umgebungsbedingungen
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Abbildung 1. Gehduseabmessungen
Tabelle 1. Gehduseabmessungen
Laufwerke Xa Xb Y Za Zb Zc
Rickseitig 482,6 mm (19 Zoll) 434,0 mm 42,8 mm (1,68 | 31 mm 400 mm 432 mm
zugéangliche (17 Zoll) Zoll) (1,22 Zoll) Ohne | (15,74 Zoll) (17 Zoll)
Konfiguration mit Frontverkleidun Winkel zu Winkel zu
4 x 2,5-Zoll- g . . .
Laufwerken Ruckwand duf3erstem Teil
45,0 mm der Rickwand
(1,77 Zoll) Mit
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Tabelle 1. Gehdauseabmessungen (fortgesetzt)

Laufwerke Xa Xb Y Za Zb Zc

Frontverkleidun

g
Vorderseitig 482,6 mm (19 Zoll) 434,0 mm 42,8 mm (1,68 |63 mm 400 mm 408 mm (16,06
zugangliche (17 Zoll) Zoll) (2,48 Zoll) Ohne | (15,74 Zall) Zoll)
Konfiguration mit Frontverkleidun .

Winkel zu

4 x 2,5-Zoll- g p
Laufwerken Rtckwand

Blende wird

nicht

unterstutzt.

Gewicht des Systems

Tabelle 2. PowerEdge XR11-System — Gewicht

Systemkonfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs/Schienen/

Blende)

4-x-2,5-Zoll-System mit rlckseitig zuganglicher Konfiguration

13,8 kg (30,5 Pfund)

4-x-2,5-Zoll-System mit vorderseitig zugénglicher Konfiguration

13,6 kg (29,9 Pfund)

Prozessor — Technische Daten

Tabelle 3. PowerEdge XR11 - Technische Daten des Prozessors

Unterstiitzter Prozessor

Anzahl der unterstiitzten Prozessoren

Skalierbarer Intel Xeon-Prozessor 3. Generation mit bis zu 36
Cores

Ein

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile (PSUs).

Tabelle 4. PSU - Technische Daten

Netzteil Klasse Warmeabga | Frequency | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstro | Strom
be (Speicherta m (DC)
(maximal) | ktrate) Hohe Niedrige
Netzspann | Netzspannu
ung 200- | ng 100-120
240V Vv
1400 W im Platin 5.459 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 1400 W 1050 W - 12A-8A
gemischten Wechselstrom,
Modus autom.
Bereichseinstel
lung
- 5459 BTU/h | - 240V - 1400 W 6,6 A
Gleichstrom
100 W - 4266 BTU/h | - -48 bis -60 V - 100 W 27 A
Gleichspannun
g, autom.
Bereichseinstel
lung

Technische Daten




Tabelle 4. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Netzteil Klasse Warmeabga | Frequency | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstro | Strom
be (Speicherta m (DC)
(maximal) [ ktrate) Hohe Niedrige
Netzspann | Netzspannu
ung 200- | ng 100-120
240V \"
800 W im Platin 3139 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 800 W 800 W - 9,2 A-4,7 A
gemischten Wechselstrom,
Modus autom.
Bereichseinstel
lung
- 3139 BTU/h | - 240 V - - 800 W 3,8 A
Gleichstrom

ANMERKUNG: Dieses System ist auf3erdem fiir den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Auf3enleiterspannung von hdchstens
240 V konzipiert.

@ ANMERKUNG: Die Warmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Aufriisten der Systemkonfiguration das Dell Enterprise Infrastructure Planning
Tool unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu priifen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.

Unterstutzte Betriebssysteme

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt die folgenden Betriebssysteme:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server mit Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

RHEL Realtime

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/ossupport.

Technische Daten zu den Kuhlungsluftern

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt sechs sehr leistungsfahige Lufter und erfordert die Installation aller sechs Lufter.

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen sowie eine Ubersicht zu den unterstiitzten Lifter-Konfigurationen finden Sie unter Ubersicht
Uber thermische Beschrankungen.

Technische Daten der Systembatterie

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt als Systembatterie eine CR 2032; 3,0-V-Lithium-Knopfzellenbatterie.

Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt bis zu drei PCI Express (PCle)-Gen 4-Erweiterungskarten.

Technische Daten
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Tabelle 5. Erweiterungskartensteckplatze auf der Hauptplatine

St : chI:I-atz Riser PCle-Steckplatzhohe PCle-Steckplatzldnge PCle-Steckplatzbreite
Steckplatz 1 Riser 1B* Low-Profile Halbe Baulédnge x8
Steckplatz 1 Riser 1A** Low-Profile Halbe Bauldnge x16
Steckplatz 2 Riser 2 Volle Bauhdhe Halbe Baulange x16
Steckplatz 3 Riser 3 Volle Bauhdhe Halbe Baulédnge x16

®| ANMERKUNG: * bedeutet, dass der PCle-Anschluss auf Riser 1B mechanisch ein x16-Steckplatz ist.

®| ANMERKUNG: ** gibt an, dass Riser 1A nur bei Konfigurationen mit vorderseitigem Zugang unterstitzt wird.

Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerite auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fiihren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Al WARNUNG: GPUs fiir Privatanwender sollten nicht in Enterprise Server-Produkten installiert oder verwendet werden.

Arbeitsspeicher — Technische Daten

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt die folgenden Speicherspezifikationen fir den optimalen Betrieb:

Tabelle 6. Arbeitsspeicher — Technische Daten

Einzelprozessor
DIMM-Typ DIMM-Rank DIMM-Kapazitat
RAM (Minimum) RAM (Maximum)
Single-Rank 8 GB 8 GB 64 GB
16 GB 16 GB 128 GB
RDIMM
Zweifach 32 GB 32 GB 256 GB
64 GB 64 GB 512 GB
128 GB 128 GB 1.024 GB
LRDIMM Quad-Rank
256 GB 256 GB 2.048 GB
Intel Optane PMem der ) 128 GB 128 GB 512 GB
500-Seri Single-Rank
-oere 256 GB 256 GB 1.024 GB

Tabelle 7. Speichermodulsockel

Speichermodulsockel

Geschwindigkeit

8, 288-polig

3200 MT/s

Tabelle 8. Unterstiitzte Konfigurationen der Intel Optane PMem der 200-Serie fiir Prozessor

Konfiguratio
n

Beschreibung

Regeln fiir die Arbeitsspeicherbestiickung

RDIMMs

LRDIMM

Intel Optane PMem der
200-Serie

Konfiguration
1

4 x RDIMMs, 4 x
Intel Optane PMem
der 200-Serie

Prozessor1 {A1, A2, A3, A4} -

Prozessor1 {Ab, A6, A7, A8}

4x LRDIMMs, 4x |-
Intel Optane PMem
der 200-Serie

Prozessor1 {A1, A2, A3, A4}

Prozessor1 {Ab, A6, A7, A8}
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Tabelle 8. Unterstiitzte Konfigurationen der Intel Optane PMem der 200-Serie fiir Prozessor (fortgesetzt)

Konfiguratio | Beschreibung Regeln fiir die Arbeitsspeicherbestiickung
n
RDIMMs LRDIMM Intel Optane PMem der
200-Serie
Konfiguration | 6 x RDIMMs, 1 x Prozessor1 {A1, A2, A3, A4, Ab, | - Prozessor1 {A7}
2 Intel Optane PMem | AG}
der 200-Serie
6 x LRDIMMs, 1x - Prozessor1 {A1, A2, A3, A4, A5, Prozessor1 {A7}
Intel Optane PMem AG}
der 200-Serie

@lANMERKUNG: Speicher-DIMM-Steckplatze sind nicht Hot-Plug-fahig.

Speicher-Controller — Technische Daten

Tabelle 9. PowerEdge XR11 — Technische Daten des Speicher-Controllers

Interne Controller Externe Controller

PERC H755 e PERC H840
PERC H345* e HBA35be
PERC H3b5*

HBA355i

$150

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x
M.2-SSDs

@lANMERKUNG: * gibt an, dass H355 den H345 ab Dezember 2021 ersetzt.

Technische Daten der Festplatten

Das PowerEdge XR11-System unterstitzt 4 x 2,5 ZolISAS-, SATA- oder NVMe-SSD-Laufwerke.
@ ANMERKUNG: Aufgrund thermischer Beschrankungen werden Samsung PM1725B/PM1735- und Kioxia CD6/CM6 NVMe-

Laufwerke nicht unterstutzt.

@lANMERKUNG: NVMe-Laufwerke werden fur vorderseitig zugangliche Konfigurationen mit Riser 1A nicht unterstitzt.

Ports und Anschliisse - Technische Daten

Technische Daten der USB-Ports

Tabelle 10. Technische Daten des USB-Anschlusses des PowerEdge XR11-Systems fiir die Konfiguration mit
riickseitigem Zugang

Vorderseite Riickseite Intern
USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports
USB 2.0- Eins USB 2.0- Eins Interner USB Eins
konformer Port konformer Port 3.0-konformer
Anschluss
Micro-USB Eins USB 3.0-konforme | Eins
2.0-konformer AnschlUsse

Technische Daten



Tabelle 10. Technische Daten des USB-Anschlusses des PowerEdge XR11-Systems fiir die Konfiguration mit
riickseitigem Zugang (fortgesetzt)

Vorderseite Riickseite Intern

USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports

Anschluss fur
iDRAC Direct

Tabelle 11. Technische Daten des USB-Anschlusses des PowerEdge XR11-Systems fiir die Konfiguration mit
vorderseitigem Zugang

Vorderseite Intern
USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports
USB 2.0-konformer Port Ein Interner USB 3.0-konformer Eins
Anschluss

USB 3.0-konforme Anschltsse | Eins

Micro-USB 2.0-konformer Eins
Anschluss fir iDRAC Direct

@lANMERKUNG: Der interne USB-Anschluss ist auf Riser 1B verflgbar und der USB-Speicherschlissel wird unterstitzt.

@lANMERKUNG: USB-Speicherschllissel wird auf Riser 1A nicht unterstitzt.

Technische Daten der GPU

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt bis zu zwei 70-W-GPUs (einfacher Breite).

Serieller Anschluss — technische Daten

Das PowerEdgeXR11-System unterstitzt einen 9-poliger Anschluss fur Data Terminal Equipment (DTE) 16550-konform seriellen
Anschluss, der sich auf der Riickseite der riickseitig zuganglichen Konfiguration bzw. auf der Vorderseite der vorn zugénglichen
Konfiguration befindet.

Technische Daten des NIC-Ports

Das PowerEdgeXR11-System unterstitzt 4 integrierte LOM-Ports, die 4x 25 GbE SFP+ bereitstellen. Diese Ports unterstitzen 10 GbE
und 25 GbE.

Es gibt auch einen dedizierten iDRAC-Verwaltungsport, der 1 GbE unterstutzt.

Technische Daten des VGA-Ports

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt einen DB-15 Video-Grafik-Array (VGA)-Port auf der Rickseite der riickseitig zuganglichen
Konfiguration und einen DB-15 VGA-Port an der Vorderseite der vorn zuganglichen Konfiguration.

Grafik — Technische Daten

Das PowerEdge XR11-System unterstitzt einen integrierten Matrox G200-Grafikcontroller mit 16 MB Videoframebuffer.

Tabelle 12. Unterstiitzte Videoauflosungsoptionen fiir das System

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)

1024 X 768 60 8,16, 32
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Tabelle 12. Unterstiitzte Videoauflosungsoptionen fiir das System (fortgesetzt)

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 X 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 X 900 60 8,16, 32
1.600 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 1.200 60 8,16, 32
1.680 x 1.050 60 8,16, 32
1.920 x 1.080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Umgebungsbedingungen

Das PowerEdge XR11-System arbeitet in folgenden Umgebungskategorien: ASHRAE A2/A3/A4 und Rugged.
ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den Datenblattern zu Produkt und Umwelt unter

Dokumentation > Vorgeschriebene Information auf www.dell.com/support/home.

Tabelle 13. Dauerbetriebs-Spezifikationen fii

r ASHRAE A2

Zulassige kontinuierliche Vorgédnge

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

10-35 °C (50-95 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Gerate

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 21 ©C (69.8 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 300 m (33,8°F / 984 ft)

oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 14. Dauerbetriebs-Spezifikationen fii

r ASHRAE A3

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-40 °C (41-104 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréate

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 85% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 175 m (33,8°F / 574 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 15. Dauerbetriebs-Spezifikationen fii

r ASHRAE A4

Zulassige kontinuierliche Vorgédnge

Temperaturbereich fir Héhen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-45 °C (41-113 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréte

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 90% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 ©F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 125 m (33,8°F / 410 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Technische Daten 1"
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Tabelle 16. Dauerbetriebs-Spezifikationen fii

r Rugged

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

-5 bis 55 ©C (23 bis 131 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerat

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 90% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 80 m (33,8 °F / 410 ft)

oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 17. Aligemeine Umgebungsbedingungen fiir ASHRAE A2, A3, A4 und Rugged

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Maximaler Temperaturanstieg (gilt fur Betrieb und
Nichtbetrieb)

20 ©C in einer Stunde* (36 ©F in einer Stunde) und 5 °C in 15 Minuten (41°F in
15 Minuten), 5 ©C in einer Stunde* (41°F in einer Stunde) fur Bandhardware
@ ANMERKUNG: *: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE
far Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzigliche
Temperaturschwankungen.

Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb

-40 bis 65 °C (104 bis 149 °F)

Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 °C
(80.6 °F)

Maximale Hohe auf3erhalb des Betriebs

12.000 m (39.370 Fuf3)

Maximale Hohe Uber NN bei Betrieb

3.048 m (10.000 Fuf3)

Tabelle 18. Zuladssige Erschiitterungsspezifikationen fiir das System

Zulassige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

MIL-STD-810H, Methode 514.8, 1,04 GRMS, 2-500 Hz, zuféllige Vibrationen,
Abbildung 514.8D-11

Speicher

e MIL-STD-810H, Methode 514.8, Kategorie 4, Abbildung 514.8C-2, 10-500 Hz,
60 Minuten/Achse
MIL-STD-810H, Methode 514.8, Kategorie 24, Abbildung 514.8E-1, 20—

2000Hz, 60 Minuten/Achse

Tabelle 19. Maximal zuldssige Stof3einwirkun

g fiir das System

Maximal zuldssige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

MIL-STD-810H, Methode 516.8, Verfahren |, 11 ms, 20G

e MIL-STD-810H, Methode 516.8, Verfahren |, 11 ms, 40G (SSD)

Betrieb (Navy)

MIL-DTL-901E, Klasse A, Klasse 2, Type A, in genehmigtem militarischen
Transportgehause

Speicher

MIL-STD-810H, Methode 516.8, Verfahren |, 11 ms, 40G (mit SSD)

MIL-STD-810H, Methode 516.8, Verfahren |, 11 ms, 40G

Partikel- und gasformige Verschmutzung - Technische Daten

Die nachfolgende Tabelle definiert die Beschréankungen
gasférmige Verschmutzung vermieden werden kénnen
Uberschreitet und Schéden an Geréten oder Fehler ver

, mit deren Hilfe etwaige Schaden im System und Versagen durch partikel- und
. Wenn die partikel- oder gasférmige Verschmutzung die festgelegten Grenzwerte
ursacht, mussen Sie die Umgebungsbedingungen korrigieren. Die Korrektur von

Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.
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Tabelle 20. Partikelverschmutzung - Technische Daten

Partikelverschmutzung

Technische Daten

Luftfilterung

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1
mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur fur
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen
beziehen sich nicht auf IT-Geréte, die fur die Verwendung
auf3erhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in
einer Werkhalle, konzipiert sind.

ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss
Uber MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

®

Leitféhiger Staub

Luft muss frei von leitfahigem Staub, Zinknadeln oder anderen
leitfahigen Partikeln sein.
(D| ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich
auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-
Umgebungen.

Korrosiver Staub

Luft muss frei von korrosivem Staub sein
Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deliqueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit
verfugen.

()| ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich
auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-
Umgebungen.

Tabelle 21. Gasférmige Verschmutzung - Technische Da

ten

Gasférmige Verschmutzung

Technische Daten

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate

< 300 A/Monat pro Klasse G1 gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013.

Silber-Kupon-Korrosionsrate

<200 A/Monat gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013

®| ANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse,

gemessen bei <50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Rugged-Zertifizierungen und technische Daten

Das PowerEdge XR11-System unterstiitzt raue Umgebungen fur Temperaturen von bis zu 55 ©C Uber benutzerdefinierte
Konfigurationen. Diese Konfigurationen sind auf die Telekormmunikations-(oder Telco-) und Militérbranche ausgerichtet und erfillen daher
branchenspezifische Standards zusétzlich zu den maximalen Temperaturanforderungen von 55 ©C. Die Telco-Konfigurationen werden auf
die NEBS-Anforderungen getestet, die in den technischen Daten zu GR-63 und GR-1089 Telcordia beschrieben sind. Die militdrischen

Konfigurationen werden wie folgt getestet: MIL-STD-810H, MIL-DTL-

Tabelle 22. Rugged-Zertifizierungen und technische Dat

901E und MIL-STD-461G.

en

Zertifizierungen Technische Daten

Betriebstemperaturen -5 0C bis 55 °C

55 ©C kontinuierlicher Betrieb nach MIL-810H-Methode 501.7 Verfahren
-5 ©C kontinuierlicher Betrieb nach MIL-810H-Methode 502.7 Verfahren

Stof3einwirkung wihrend Betrieb MIL-STD-810H, Method

e 516.8, Verfahren |, 11 ms, 40G (SSD)

Stof3einwirkung wahrend Betrieb
(Navy)

MIL-DTL-901E, Klasse A, Klasse 2, Typ A, in genehmigtem militarischen Transportgehause

Stof3einwirkung auf3erhalb Betrieb MIL-STD-810H, Method

e 516.8, Verfahren V, 11 ms, 40 G (mit SSD)
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Tabelle 22. Rugged-Zertifizierungen und technische Daten (fortgesetzt)

Zertifizierungen

Technische Daten

Betriebsvibrationen

MIL-STD-810H, Methode 514.8, 1,04 GRMS, 2-500 Hz, zufallige Vibrationen, Abbildung
514.8D-11 mit SSD

Vibrationen auf3erhalb Betrieb

MIL-STD-810H, Methode 514.8, Kategorie 4, Abbildung 514.8C-2, 5-500 Hz, 60 Minuten/
Achse mit SSD

MIL-STD-810H, Methode 514.8, Kategorie 24, Abbildung 514.8E-1, 20-2000 Hz, 60
Minuten/Achse mit SSD

Betriebshohe

MIL-STD-810H, Methode 500.6, Verfahren Il (Betrieb, Luftfracht) 15.000 Fuf3 (4572 m) fur
1 Stunde nach Stabilisierung

Hohe bei Nichtbetrieb

MIL-STD-810H, Methode 500.6, Verfahren | (Lagerung, Lufttransport), 40.000 Fuf3 (12.192
m) fur 1 Stunde nach Stabilisierung

Leitfahigkeit/Strahlungsimmunitat

MIL-STD-461G

Sand und Staub (getestet mit
gefilterter Blende)

MIL-STD-810H, Methode 510.7, Verfahren |, Blasen von Staub bei 25 °©C, 6 Stunden und
weitere 6 Stunden bei 49 °C (Klimakategorie A1)

MIL-STD-810H, Methode 510.7, Verfahren II, Blasen von Sand bei 49 ©C (Klimakategorie
A1), Windgeschwindigkeit von 29 m/s, Sandkonzentration von 2,2 g/m3, 6 Stunden

NEBS-Ebene 3

GR-63-CORE und GR-1089-CORE

Ubersicht iiber thermische Beschriankungen

Tabelle 23. Matrix fiir thermische Beschriankungen fiir Prozessor und Liifter

Konfiguration/Prozessor-TDP Vorn und riickseitig zugéngliche Max. Umgebungstemperatur (Ambient
Konfiguration mit Filterblende Temperature)
105 W VHP-Lufter 55 °C
Std. HSK
120 W VHP-Lufter 55°C
Std. HSK
135 W VHP-Lufter 55 °C
Std. HSK
140 W VHP-Lufter 55 °C
Std. HSK
150 W VHP-Lufter 55 °C
Std. HSK
165 W VHP-Lufter 35 °C
Ext. HSK
185 W VHP-Lufter 35 °C
Ext. HSK
205 W VHP-Lufter 35 °C
Ext. HSK
225 W VHP-Lufter 35 °C
Ext. HSK
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Tabelle 24. Etikettreferenz

Kennzeichnung Beschreibung

VHP-Lufter LGfter mit extrem hoher Leistung
Std. Standard

Ext. Erweitert

HSK Kahlkdrper

Thermische Beschrankungen fur ASHRAE A3 fur die Konfiguration mit rickseitigem
Zugang

Bei Temperaturen unter 5 °C darf kein Kaltstart durchgefthrt werden
Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstutzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstutzt.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

BOSS M.2 wird nicht unterstitzt.

Fur die Hochtemperaturspezifikation 85 ©C sind aktive optische Kabel erforderlich.
PERC-Adapter mit Akku wird nicht unterstitzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstitzt.

CX-6100 GB NIC-Karte wird nicht unterstitzt.

SAS-SSD wird nicht unterstttzt

Thermische Beschrankungen fur ASHRAE A4 fur die Konfiguration mit rickseitigem
/Zugang

Bei Temperaturen unter 5 ©C darf kein Kaltstart durchgefuhrt werden
Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstitzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstitzt.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

BOSS M.2 wird nicht unterstitzt.

FUr die Hochtemperaturspezifikation 85 ©C sind aktive optische Kabel erforderlich.
PERC-Adapter mit Akku wird nicht unterstitzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstitzt.

CX-6 100 GB NIC-Karte wird nicht unterstitzt.

SAS-SSD wird nicht unterstitzt

Thermische Beschrankungen fur Rugged-Konfiguration mit ruckseitigem Zugang

Bei Temperaturen unter 5 ©C darf kein Kaltstart durchgefuhrt werden

Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstutzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstitzt.
Zwei Netzteile sind im redundanten Modus erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstiutzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

BOSS M.2 wird nicht unterstitzt.

Fur die Hochtemperaturspezifikation 85 ©C sind aktive optische Kabel erforderlich.

PERC-Adapter mit Akku wird nicht unterstutzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstitzt.

Technische Daten
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e (CX-6100 GB NIC-Karte wird nicht unterstitzt.
e SAS-SSD wird nicht unterstitzt

Thermische Beschrankungen fur ASHRAE A3 fur die Konfiguration mit Zugang vorn

Bei Temperaturen unter 5 °C darf kein Kaltstart durchgefihrt werden

Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstutzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstitzt.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

BOSS M.2 grofer als 480 GB wird nicht unterstitzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstitzt.

SAS-SSD wird nicht unterstitzt

Thermische Beschrankungen fur ASHRAE A4 fur die Konfiguration mit Zugang vorn

Bei Temperaturen unter 5 ©C darf kein Kaltstart durchgefthrt werden

Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstttzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstitzt.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstutzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstutzt.

BOSS M.2 grof3er als 480 GB wird nicht unterstitzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstitzt.

SAS-SSD wird nicht unterstttzt

Thermische Beschrankungen fur Rugged-Konfiguration mit Zugang vorn

Bei Temperaturen unter 5 ©C darf kein Kaltstart durchgefuhrt werden

Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird nicht unterstitzt.

DIMMs mit 128 GB oder mehr Kapazitat und die Intel Optane PMem der 200-Serie werden nicht unterstitzt.
Nicht von Dell zugelassene Peripheriekarten werden nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

PCle SSD wird nicht unterstitzt.

BOSS M.2 gréf3er als 480 GB wird nicht unterstitzt.

NVMe-Laufwerke werden nicht unterstutzt.

SAS-SSD wird nicht unterstitzt

Hynix PE8010 NVMe-SSD bei einer Umgebungstemperatur von 35 ©C wird nicht unterstitzt.
PERC-Adapter mit Akku wird nicht unterstutzt.

Sonstige Temperaturbeschrankungen

DIMM-Platzhalter sind in leeren Steckplatzen erforderlich.

HDD-Platzhalter sind in leeren Steckplatzen erforderlich.

PCle-Platzhalter ist in leerem Steckplatz 1 erforderlich.

Prozessor-TDP von mehr als 150 W wird bei Riser-1A-Konfigurationen nicht unterstitzt
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